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Vorrichtung zur Aufnahme 



Die Neuerung betrifft eine Vorrichtung zur Aufnahme 
von elektronischen Bauelementen, die mit einem Gehause 
einen Innenraum umschlieflt, in dem ein Trager fiir die #|| 
Bauelemente angeordnet ist und die in das Gehause ein- 
gelassene und bereichsweise aus diesem herausragende 
Anschluflstifte aufweist, die sich im Bereich von Kon- 
taktflachen in den Innenraum hineinerstrecken und im 
Bereich der Kontaktf lachen iiber AnschluAdrahte mit den 
Bauelementen verbindbar sind. 

Derartige Vorrichtungen werden beispielsweise ver- 
wendet, urn Dickschichtelemente zur Durchfiihrung von 
elektronischen Schaltvorgange aufzunehmen. Die Bauele- 
mente werden auf dem Trager angeordnet und die erfor- 
derlichen Verdrahtungen werden mit Hilfe einer 
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Bondvorrichtung durchgef iihrt . Bei einem Aufbaji von 
Schaltungen fiir groflere elektrische Leistungen, bzw. 
bei einem Aufbau von Kleinumrichtern in >inem 
Leistungsbereich von etwa 1/5 kW, treten eine Mehrzahl 
von Problemen auf, die mit Vorrichtungen gemafl dem 
Stand der Technik nur ungeniigend zu losen sind. Insbe- 
sondere werden die bekannten Vorrichtungen beziiglich 
ihrer Dimensionierung relativ grofl und schwer, dariiber 
hinaus laflt sich die im Bereich der Bauelemente ent- 
stehende Verlustwarme nur schwer abfiihren. Ein zusatz- 
liches Problem resultiert daraus, dafl bei einer Durch- 
fuhrung des Bondvorganges fiir die Vejrdrahtungen erheb- 
liche Krafte in die Kontaktf lachen eingeleitet werden 
und durch den Bondvorgang Schwingungen im Bereich der 
Kontaktf lachen hervorgeruf en werden. Dies kann dazu 
fiihren, da/i sich die Kontaktf lachen und die Anschlufl- 
stifte im Bereich ihrer Bef estigungen losen- Dies be- 
eintrachtigt zum einen die zu erwartende Lebensdauer 
und die mechanische Festigkeit und zum anderen besteht 
auch die Gefahr, dafl der Verbindungsvorgang der Drahte 
mit den Kontaktf lachen nicht hinreichend fest durchge- 
f iihrt werden kann. 

Aufgabe der vorliegenden Neuerung ist es daher, eine 
Vorrichtung der einleitend genannten Art derart zu 
konstruieren, daJi sowohl ein leichter Aufbau als auch 
eine zuverlassige Durchf iihrbarkeit der Verdrahtungsvor- 
gange gewahrleistet wird. 

Dlese Aufgabe wird neuerungsgemafl dadurch gelost, daJ5 
das Gehause aus einem spritzgegossenen Kunststoff aus- 
gebildet ist und dafl sowohl in Richtung einer Gehause- 
ISngsachse beiderseits neben mindestens einer Kontakt- 
flache als auch im Bereich einer einer Handhabungs- 
Sffnung abgewandten Unterseite der Kontaktf lache 



Fixierungsstege angeordnet sind, die einteilig mit dem 
Gehause gespritzt sind. 

Die Ausbildung des Gehauses aus einem spritzgegossenen 
Kunststoff ermoglicht es, ein geringes Baugewicht auch 
bei einer derart groflen Dimensionierung des Gehauses zu 
erreichen, daB zwischen den elektronischen Bauelementen 
und den Kontaktf lachen ein ausreichender Abstand vor- 
liegt, urn elektrische Uberschlage zuverlMssig zu ver- 
meiden. Durch die Fixierungsstege erfolgt eine defi- 
nierte Halterung der Kontaktf lache auch bei einer 
Durchfuhrung des Bondvorganges . Die im Bereich der 
Unterseite der Kontaktf lachen angeordneten Fixierungs- 
stege fangen beim Bondvorgang eingeleitete Druckkrafte 
auf und die neben den Kontaktf lachen angeordneten 
Fixierungsstege verhindern einen Vibrations vorgang. 
Ausgleichsbewegungen der Kontaktf lachen und der An- 
schluss tifte wahrend der Durchfuhrung des Bondvorganges 
werden somit vermieden, so daft der Bondvorgang mit aus- 
reichender Intensitat durchgefiihrt werden kann, damit 
eine zuverlassige Verbindung zwischen den AnschluB- 
drahten und den Kontaktf lachen hergestellt werden kann. 

Eine Fixierung der Kontaktf lachen in horizontaier Rich- 
tung kann dadurch erfolgen, daB der Fixierungssteg 
mindestens bereichsweise aus einem Horizontalsteg aus- 
gebildet ist, der sich auf einem von den Kontaktf lachen 
auf gespannten Niveau in Richtung der Gehauselangsachse 
erstreckt . 

Eine zusatzliche Abstiitzung durch Aufbau einer in Rich- 
tung der Gehauselangsachse geschlossenen Einheit wird 
dadurch ermoglicht , daB durch den Horizontalsteg zwei 
in Richtung der Gehauselangsachse nebeneinander angeord- 
nete Kontakt f lachen mite inander verbunden sind. 



Zur Aufnahme von Druckkraften bei der Durchfuhrung 
eines Bondvorganges wird vorgeschlagen, daB die im Be- 
.reich der Unterseite der Kontaktf lache angeordneten 
Fixierungsstege als Vertikalstege ausgebildet sind, die 
sich ausgehend von der Kontaktf lache in eine der Hand- 
habungsof f nung abgewandte Richtung erstrecken. 

Zur Vermeidung einer Einleitung von Verwindungskraf ten 
in das Gehause wird vorgeschlagen, da/5 unterhalb jeder 
Kontaktf lache zwei Vertikalstege angeordnet sind. 

Eine Kombination einer zuverlassigen Abstutzung und 
einer guten Zuganglichkeit wird dadurch geschaffen, daB 
die Vertikalstege derart angeordnet sind, daB sie die 
Kontaktf lache seitlich abstutzen und einen Abstand zu- 
einander aufweisen. 

Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Warmeabfuhr wird 
vorgeschlagen, daB der Trager auf einem Bodenteil ange- 
ordnet ist, das aus einem gut warmeleitenden Metall 
ausgebildet ist. 

Eine besonders gute Warmef ahigkeit kann dadurch bereit- 
gestellt werden, dafl das Bodenteil im wesentlichen aus 
Kupfer ausgebildet ist. 

Eine Fertigung mit wenigen Schritten sowie gute 
Recycling-Eigenschaften konnen dadurch erzielt werden, 
daB der Trager im wesentlichen aus einer kupferbe- 
schichteten Keramik ausgebildet ist, die mit dem Boden- 
teil verlotet ist. 

Zur Bereitstellung einer Kombination einer kompakten 
Ausfiihrungsform und einer ausreichenden elektrischen 
Belastbarkeit wird vorgeschlagen, daB die Kupf erschicht 
im Bereich der dem Bodenteil abgewandten Ausdehnung des 



Tragers in Kupf ersegmente unterteilt ist, auf denen 
Hybridbauelemente angeordnet sind. 

In der Zeichnung sind Ausf iihrungsbeispiele der Neuerung 
schematised dargestellt. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Vorrichtung mit abge- 
nommenen Gehausedeckel , 

Fig. 2 ein Querschnitt gemafl Schnittlinie II-II in 
Fig. 1, 

Fig. 3 eine teilweise geschnittene Darstellung gemafl 
Blickrichtung III-III, 

Fig. 4 eine vergroflerte Darstellung der Einzelheit IV 
in Fig. 3, 

Fig. 5 eine vergroflerte Draufsicht auf eine von 
Fixierungsstegen gehalterte Kontaktf lache, 

Fig. 6 eine Seitenansicht gemafl Blickrichtung VI in 
Fig. 1 in einer verkleinerten Darstellung, 

Fig. 7 eine Draufsicht gemafl Blickrichtung VII in 
Fig. 6 auf eine Vorrichtung mit montiertem 
Verschlufldeckel , 

Fig. 8 eine vergroflerte Darstellung eines Bodenteiles 
der Vorrichtung vor einer Anordnung der elek- 
tronischen Bauelemente # 



Fig. 9 



eine vergroflerte Draufsicht auf die Vorrich- 
tung mit abgenommenen Verschlufldeckel nach der 
Durchfiihrung von Bondvorgangen, 



Fig. 10 eine vergroBerte Darstellung eines mit der 
Grundplatte verbindbaren Substrates u n d 

Fig. 11 einen vergroBerte Querschnitt durch die Grund- 
platte mit montiertem Substrat und auf dem 
Substrat angeordneten elektronischen Bauele- 
menten. 

Die Vorrichtung zur Aufnahme von elektronischen Bauele- 
menten (1) besteht entsprechend der Ausf iihrungsf orm 
gemaB Fig. 1 aus einem Gehause (2), das einen Innenraum 
(3) umschlieBt. Das Gehause (2) ist aus einer Gehause- 
wandung (4), einem Bodenteil (5) sowie einem Verschlufl- 
deckel (6) ausgebildet. Auf dem Bodenteil (5) ist ein 
Trager (7) fur die elektronischen Bauelemente (1) ange- 
ordnet. Insbesondere ist es auch moglich, den Trager 

(7) in mehrere Substratelemente zu unterteilen. 

Zu Ermoglichung einer Kontaktierung sind Anschlufistifte 

(8) vorgesehen, die aus der Gehausewandung (4) heraus- 
ragen und sich mit Kontaktf lachen (9) in den Innenraum 
(3) hineinerstrecken. Zur Stiitzung der Kontaktf lachen 

(9) sind im Bereich der Gehausewandung (4) Fixierungs- 
stege (10) angeordnet, die gemeinsam mit der Gehause- 
wandung (4) in einem SpritzguBvorgang aus Kunststoff 
hergestellt werden. Als Fixierungsstege (10) werden 
sowohl zwischen den Kontaktf lachen (9) angeordnete 
Horizontalstege (11) als auch unter den Kontaktf lachen 
(9) angeordnete Vertikalstege (12) verwendet. Die 
Vertikalstege (12) erstrecken sich dabei unterhalb der 
Kontaktf lachen (9) im Bereich einer einer Handhabungs- 
offnung (13) abgewandten Richtung. 

Zur Verbindung der Gehausewandung (4) und des Boden- 
teiles (5) sind Hal terungselemente (14) vorgesehen, die 
als metallische Nieten ausgebildet sein konnen. 



Derartige Halterungselemente ermoglichen es, eine elek- 
trische Kontaktierung des Bodenteiles (5) bzw. eine 
Erdung durchzuf iihren. Die Halterungselemente (14) er- 
strecken sich in Ausnehmungen (15) der Gehausewandung 
(4), die eine Unterseite (16) der Gehausewandung (4) 
mit einer Aussparung (17) verbinden, die sich ausgehend 
von einer Oberseite (18) in Richtung auf die Unterseite 
(16) erstreckt. 

Zur Ermoglichung einer Befestigung des Gehauses (2) im 
Bereich einer Grundflache sind Bef estigungsof f nungen 
(19) vorgesehen, die im Bereich der Oberseite (18) von 
Verstarkungsstutzen (20) umgeben sind, 

Aus Fig, 4 ist ersichtlich, dafl zur Ausrichtung des 
Verschluftdeckels (6) im Bereich der Gehausewandung (4) 
eine Vertief ungsnut (21) angeordnet ist und daft zur 
Fiihrung der AnschluJistif te (8) aus der Oberseite (18) 
Stiitzelemente (22) herausragen. Eine pafigenaue Positio- 
nierung des Bodenteiles (5) erfolgt iiber Bodennuten 
(23), die im Bereich der der Unterseite (16) zuge- 
wandten Ausdehnung der Gehausewandung (4) angeordnet 
sind. 

Eine weitere Verbesserung der Abstiitzung der Anschlu/3- 
stifte (8) kann dadurch erfolgen, daii oberhalb der 
Oberseite (18) einteilig mit der Gehausewandung (4) 
gespritzte Stiftsockel (14) vorgesehen sind. Die Stift- 
sockel (24) konnen quaderf ormig ausgebildet sein und 
nehmen jeweils einen oder zwei Anschluflstif te (8) auf. 
Im Bereich ihrer der Oberseite (18) abgewandten Aus- 
dehnung sind die Stiftsockel (24) in die Stiitzelemente 
(22) ubergeleitet, die sich relativ eng an die An- 
schlufistif te (8) anschmiegen und sich in eine den 
Stiftsockeln (24) abgewandte Richtung verjiingen. 



Aus der Darstellung in Fig. 8 ist ersichtlich, da/J im 
Bereich des Bodenteiles (5) Bodenaussparungen (25) zur 
Aufnahme der Halterungselemente (14) vorgesehen sind. 
Mit Hilfe einer Lotpaste (26) erfolgt eine Befestigung 
der Trager (7). Aus der Darstellung in Fig. 9 ist er- 
sichtlich, wie eine Verbindung der elektronischen Bau- 
elemente (1) uber Bonddrahte (27) mit den Kontakt- 
flachen (9) durchgefiihrt wird. Als Bauelemente konnen 
beispielsweise Transistoren (28) und Dioden (29) ver- 
wendet werden. Die elektronischen Bauelemente (1) sind 
als Hybridbauelemente ausgebildet. Als Trager (7) kann 
eine metallische Kupferplatte verwendet werden, die im 
Bereich der Unterseite (16) mit einer Nickelschicht 
versehen ist. Als Trager (7) hat sich eine DCB-Keramik 
als zweckmaflig erwiesen. 

Fig. 10 zeigt fur einen anderen Trager (7) einen 
Chiplotdruck, auf dem eine groflere Anzahl von 
Transistoren (28) und Dioden (29) angeordnet werden 
konnen. Auf einer elektrisch nichtleitenden Keramik 
(30) sind dabei Kupf ersegmente (21) angeordnet, die 
durch Zwischenraume (32) voneinander getrennt sind. Die 
Zwischenraume (32) konnen durch Atzvorgange hergestellt 
werden. 

Aus Fig. 11 ergibt sich der detaillierte Aufbau eines 
mit Bauelementen (1) versehenen Tragers (7). Auf dem 
Bodenteil (5) ist eine Lotschicht (33) angeordnet, die 
das Bodenteil (5) mit einer Kupf erschicht (34) ver- 
bindet, die auf dem keramischen Trager (7) angeordnet 
ist. Im Bereich seiner dem Bodenteil (5) abgewandten 
Ausdehnung weist der Trager (7) die Kupf ersegmente (31) 
auf, auf denen die elektronischen Bauelemente (1) ange- 
ordnet sind. Die Verbindung der elektronischen Bauele- 
mente (1) mit den Kupf ersegmenten (31) erfolgt iiber 
Lotsegmente (35). 



Eine bevorzugte Variante zur Realisierung der Fixie- 
rungsstege (10) ergibt sich aus den Darstellungen in 
den Figuren 2 und 4. Die Horizontalstege (11) sind 
hierbei in die Vertikalstege (12) ubergeleitet , die 
sich in Richtung einer Langsachse (36) seitlich unter- 
halb der Kontaktf lachen (9) erstrecken- Ausgehend von 
einer rechteckf ormigen Querschnittf lache (37), die der 
Kontaktf lache (9) zugewandt ist, ist der Fixierungssteg 
(10) mit einer Verjiingung (38) versehen, die einen in 
eine der Querschnittf lache (37) abgewandte Richtung 
abnehmenden Konturveriauf aufweist . 
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Schutzanspriiche 

1. Vorrichtung zur Aufnahme von elektronischen Bauele- 
menten, die mit einera Gehause einen Innenraum um- 
schlieflt, in dem ein Trager fiir die Bauelemente 
angeordnet ist und die in das Gehause eingelassene 
und bereichsweise aus diesem herausragende An- 
schluflstifte aufweist, die sich im Bereich von Kon- 
taktflachen in den Innenraum erstrecken und im 
Bereich der Kontaktf lachen uber Anschlufldrahte mit 
den Bauelementen verbindbar sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Gehause (2) aus einem spritzge- 
gossenen Kunststoff ausgebildet ist und daft sowohl 
in Richtung einer Gehauseiangsachse (36) beidseitig 
neben mindestens einer Kontaktf lache (9) als auch 
im Bereich einer einer Handhabungsf lache (13) abge- 
wandten Unterseite der Kontaktf lache (9) Fixie- 
rungsstege (10) angeordnet sind, die einteilig mlt 
dem Gehause (2) gespritzt sind. 
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Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daft der Fixierungssteg (10) mindestens be- 
reichsweise aus einem Horizontalsteg (11) ausge- 
bildet ist, der sich auf einem von den Kontakt- 
flachen (9) auf gespannten Niveau in Richtung der 
Gehauselangsachse (36) erstreckt. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft durch den Horizontalsteg (11) zwei in 
Richtung der Gehauselangsachse (36) nebeneinander 
angeordnete Kontaktf lachen (9) miteinander ver- 
bunden sind. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet , daft die im Bereich der Unter- 
seite der Kontaktf lache (9) angeordneten Fixie- 
rungsstege (10) als Vertikalstege (12) ausgebildet 
sind, die sich ausgehend von der Kontaktf lache (9) 
in eine der Handhabungsof f nung (13) abgewandte 
Richtung erstrecken. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daft unterhalb jeder Kontakt- 
f lache (9) zwei Vertikalstege (12) angeordnet sind. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Vertikalstege (12) 
derart angeordnet sind, daft sie die Kontaktf lache 
(9) seitlich abstutzen und einen Abstand zueinander 
aufweisen. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daft der Trager (7) auf einem 
Bodenteil (5) angeordnet ist, daft aus einem gut 
warmeleitenden Metall ausgebildet ist. 
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Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dart das Bodenteil (5) im 
wesentlichen aus Kupfer ausgebildet 1st. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8/ da- 
durch gekennzeichnet, dafl der Trager (7) im wesent- 
lichen aus einer kupf erbeschichteten Keramik (30) 
ausgebildet ist, die mit dem Bodenteil (5) verlotet 
ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Kupf erschicht im 
Bereich der dem Bodenteil (5) abgewandten Aus- 
dehnung des Tragers (7) in Kupf ersegmente (31) 
unterteilt ist, auf denen Hybridbauelemente ange- 
ordnet sind. 
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